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Anforderungen an gelotete elektrische
und elektronische Baugruppen

1.0 ALLGEMEINES

1.1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie beschreibt Materialien, Verfahren und Abnahmekriterien fiir die Herstellung
geloteter elektrischer und elektronischer Baugruppen. Das Dokument stiitzt sich auf Prozesskontrollmethoden, um ein
gleichbleibendes Qualitdtsniveau wihrend der Fertigung der Produkte zu gewéhrleisten. Es ist nicht beabsichtigt, mit dieser
Richtlinie irgendwelche Verfahren, wie zum Beispiel zur Bauteilbestiickung oder zur Aufbringung von Flussmittel und Lot,
die zur Herstellung elektrischer Verbindungen verwendet werden, auszuschlieB3en.

Die Lotprozesse, Ausriistungen und Bedingungen, die in diesem Dokument beschrieben werden, basieren auf elektrischen/
elektronischen Schaltungen, deren Design und Herstellung geméB den in Tabelle 1-1 aufgefiihrten Spezifikationen
durchgefiihrt wurde.

Tabelle 1-1 Design-, Fertigungs — und Abnahme-Spezifikationen

Leiterplattentyp Designspezifikation Fertigungs-/Abnahmespezifikation
Allgemeine Anforderungen IPC-2221 IPC-6011
. IPC-6012
Starre Leiterplatten IPC-2222 IPC-A-600
Flexible Leiterplatten IPC-2223 IPC-6013
. . IPC-2222
Starrflexible Leiterplatten IPC-2223 IPC-6013

1.2 Zweck Diese Richtlinie schreibt Materialanforderungen, Prozessanforderungen und Abnahmeanforderungen fiir die
Herstellung geldteter elektrischer und elektronischer Baugruppen vor. Um die Empfehlungen und Anforderungen dieses
Dokuments besser zu verstehen, kann man es in Verbindung mit IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 und IPC-A-610 verwenden.
Richtlinien kdnnen jederzeit aktualisiert werden. Das gilt auch fiir das Hinzufiigen von Ergdnzungen. Die Verwendung einer
Ergénzung oder neueren Ausgabe ist nicht automatisch gefordert.

1.3 Klassifizierung Diese Richtlinie beriicksichtigt, dass elektrische und elektronische Baugruppen einer Klassifizierung
entsprechend der vorgesehenen Anwendung des Endprodukts unterliegen. Drei allgemeine Klassen fiir Endprodukte wurden
festgelegt, um den Unterschieden hinsichtlich Fertigbarkeit, Komplexitét, funktionellen Leistungsanforderungen sowie
Haufigkeit der Verifikation (Inspektion/Priifung) Rechnung zu tragen.

Die Anwendung dieser Richtlinie erfordert eine Ubereinstimmung bei der Zuordnung des Produkts zu einer Klasse. Der
Anwender ist dafiir verantwortlich, die Klasse festzulegen, nach der die Baugruppe hergestellt wird. Die Produktklasse
sollte in der Beschaffungsdokumentation angegeben sein. Wenn der Anwender die Abnahmeklasse nicht festlegt, kann
der Hersteller das tun.

Klasse 1 Allgemeine Elektronikprodukte (General Electronic Products)
Hierzu gehoren Produkte, bei denen die Hauptanforderung das Funktionieren der fertigen Baugruppe ist.

Klasse 2 Elektronikprodukte fiir hohere Anspriiche (Dedicated Service Electronic Products)

Dazu zdhlen Produkte, die fiir Dauerbetrieb und lange Nutzungsdauer vorgesehen sind und fiir welche ein unter-
brechungsfreier Einsatz angestrebt, aber nicht entscheidend ist. Typischerweise verursacht die Einsatzumgebung
im Betrieb keine Ausfille.

Klasse 3 Hochleistungselektronik/raue Umgebung (High Performance/Harsh Environment Electronic Products)

Hierzu gehoren alle Produkte, bei denen eine kontinuierliche hohe Leistungsfahigkeit oder Leistungsbereitstellung auf Abruf
unverzichtbar ist. Ein Funktionsausfall kann nicht toleriert werden. Die Einsatzumgebung der Geréte kann ungewdhnlich

rau sein. Die Gerdte miissen im Bedarfsfall funktionieren, wie beispielsweise bei lebensrettenden oder anderen kritischen
Systemen.






